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Сучасні жароміцні матеріали практично вичерпали свої можливості по жаро-

стійкості. Підвищення робочих температур можливе за наявності досконалих систем 

охолоджування, а також за рахунок застосування жаростійких та корозійностійких по-

криттів. Створення жаростійких та корозійностійких покриттів – кардинальне і еконо-

мічно виправдане вирішення проблеми поєднання високої конструктивної міцності 

матеріалів із здатністю протистояти хімічному руйнуванню при високих температу-

рах.  

Для одержання жаростійких покриттів методом електронно-променевого випа-

ровування використовують виливки сплавів на основі нікелю, кобальту заліза та їхніх 

сумішей. Суть технології швидкісного випаровування полягає в тому, що для підви-

щення швидкості випаровування необхідно збільшити температуру ванни розплав-

леного металу. Швидкість випару залежить від вмісту тугоплавких компонентів у ван-

ні, проте, при фіксованій потужності променя спостерігається зниження швидкості 

випаровування. Збільшення кількості тугоплавких металів у ванні призводить до зни-

ження швидкості випару, що пов’язане із зменшенням концентрації основного металу 

у ванні, і зростання температури ванни не компенсує зниження концентрації випару-

ваного металу.   

Збільшення кількості тугоплавких металів у ванні приводить до утворення тве-

рдо-рідкої проміжної зони, яка є замком, через який утруднена дифузія легколетких 

компонентів сплаву. Таким чином, кількість випаровуваного матеріалу зменшується, 

а температура поверхні ванни зростає, а на поверхні твердо рідкої зони формується 

рідка сферо подібна ванна, яка майже на 95 % складається з тугоплавких компонен-

тів і має температуру значно більшу, ніж температура твердо рідкої зони.  
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